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Abstract (en)
The device (7) has a stretchable pressure-sensitive switching element (19) arranged on a jacket surface of a sealing device main portion for
covering a cable through-opening (11) to a fluid reservoir (13). A fluid is flowed through a fluid channel (15) along a cable feed-through direction (D)
to the fluid reservoir. The stretchable pressure-sensitive switching element is made of elastic and located by pressurizing the fluid reservoir with the
fluid of predetermined pressure to enlarge diameter of the sealing device main portion in a region of the switching element. Independent claims are
also included for the following: (1) a connector (2) a method for manufacturing a connector.

Abstract (de)
Ein Aspekt betrifft eine Dichtungsvorrichtung, insbesondere für einen Verbinder, umfassend: - Eine Kabeldurchführöffnung, durch welche
ein Kabel entlang einer Kabeldurchführrichtung D durchführbar oder durchgeführt ist, - einen Dichtbereich, der mit einem komplementären
Dichtbereich eines Verbinders kontaktierbar ist, - zumindest ein dehnbares Haftvermittlungselement, welches an der Mantelfläche der
Dichtungsvorrichtung angeordnet ist und welches eine Öffnung zu einem Fluidreservoir abdeckt, - zumindest einen Fluidkanal, durch welchen ein
Fluid entlang der Kabeldurchführrichtung D zu dem Fluidreservoir fließen kann, wobei das Haftvermittlungselement durch das Beaufschlagen des
Fluidreservoirs mit einem Fluid eines vorbestimmten Drucks derart dehnbar ist, daß der Durchmesser der Dichtungsvorrichtung im Bereich des
Haftvermittlungselements vergrößerbar ist sowie einen Verbinder und ein Herstellungsverfahren.
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